
 

  

 

 

工作 

項目 
 

 

 

 

內容

摘要 
 

電子 

工程 

 

LED散 熱 基 板 - 黃 光 微 影 製 程 技 術 
 

◆ 光 阻 塗 佈  ◆ 對 準 曝 光  ◆ 光 阻 顯 影 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

實習

成果 

    黃光微影技術是圖案化製程中將設計好的圖案從光罩或倍縮光罩轉印到散熱基板表面的光阻上所 

使用的技術，微影技術最先應用於印刷工業，並長期用於製造印刷電路板(PCB)。 

    如圖 1所示，微影技術是散熱基板製造的核心，其過程相當耗時，即使產線一天 24小時無間斷，都

需要數週時間才能將散熱基板從裸片製造成成品包裝出貨，其中的微影製程就耗費了整個散熱基板製造 

時間的 40～50％。 

 
 

 
 

圖 1  LED 散熱基板流程圖 
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成果海報 

    微影技術可以分為三個主要製程流程：光 

阻塗佈、對準曝光、光阻顯影。 
 

●光阻塗佈： 
光阻塗佈是一個沉積過程，沉積過程中薄的光阻層

將被塗在基板表面，此時基板表面就會被一層光阻薄膜

層覆蓋；而光阻又可區分為正光阻與負光阻，如圖 2所 

示。 
 

             
 

             
 

        
 

圖 2 正負不同光阻的圖案轉移製程過程 
 

●對準曝光： 
    對準曝光是微影技術中最關鍵的製程過程，其將決

定是否能成功地將光罩或倍縮光罩上的積體電路設計

圖案轉移到基板表面上的光阻，常見的對準曝光方式比 

較表如表 1所示。 
 

表 1 常見對準曝光方式比較表 
 

 

●光阻顯影： 
    顯影製程包括三個過程：顯影、沖洗、甩乾。顯
影會去除不需要的光阻；沖洗過程會稀釋顯影劑並阻止

過度的顯影；甩乾過程使基板預備進行下一道製程流 

程。 

    顯影是一個化學過程，對溫度變化非常敏感，因此

在不同溫度下的顯影過程將會形成不同的光阻輪廓，如 

圖 3所示。 
 

    
           正 常 顯 影                            不 完 全 顯 影 

 

    
            顯 影 不 足                             過 度 顯 影 
 

圖 3 不同顯影過程形成的光阻輪廓 
 

    顯影期間的高溫將促使化學反應速率提高，但卻會

導致光阻的過度顯影；而較低的溫度會造成化學反應速 

率降低，導致光阻顯影不足或是顯影不完全的情形。 
 

總結 
 

    顯影技術由前文可知分為三個主要製程流程：光阻 

塗佈、對準曝光，以及光阻顯影。 

    首先在基板表面塗佈一層感光薄膜層，即所謂的光

阻，這層光阻經過光罩或倍縮光罩的紫外光曝光，光罩

上的明區域或暗區域透過繪圖機根據散熱基板設計而 

成。 

    目前先進半導體的生產中通常使用正光阻，穿過明

區域的紫外光會使曝光的光阻之化學成分因光化學反

應發生變化，曝光區的光阻會在光阻顯影時被溶解，而

未曝光的光阻則會留在基板表面，所以說微影技術相當

於複製了光罩或倍縮光罩的暗區域圖案至基板上的技 

術。 

 

 

 
 

 


